
	グローバルカンファレンス
Plug and Play Silicon Valley & APAC Summit
参加申込書



★印は必須項目です。
提出締切までに起業プラザひょうご（kigyoplaza-hyogo@communitylink.jp）へメール添付にてご提出ください。
Googleフォームで申し込みをされた方は、本申込書のメール提出は不要です。会社概要/ピッチデックのみメールでご提出ください。

応募締切：　2026年7月10日（金）　18:00
1. 企業・団体の基本情報
	企業・団体名  ★

	

	設立年月  ★
例：2020年4月
	

	所在地（都道府県・市区町村）  ★

	

	兵庫県内の拠点住所  ★
本支店・営業所・コワーキング等
	

	代表者氏名  ★

	

	申込担当者氏名  ★

	

	メールアドレス  ★

	

	電話番号  ★

	

	会社URL / SNSアカウント
任意
	



2. 事業・プロダクト概要
	事業・サービス名  ★

	

	事業概要  ★
どんな課題を、誰に向けて、どう解決するか（200字以内）
	 

	解決したい課題  ★
具体的なペインポイントを記載してください
	  

	プロダクトのフェーズ  ★

	□ アイデア段階   
□ プロトタイプあり   
□ MVP / 実証中   
□ 商用化済み

	主なターゲット顧客  ★
業種・規模・地域など
	

	競合・代替手段との差別化  ★
技術優位性・独自性
	 


 
3. 海外展開について
	本プログラムの参加要件
新たな海外展開の種別  ★
	□ 新たな国への進出
□ 新たなプロダクト・サービスでの実証
□ 新たなマーケット開拓
□ 新たなビジネスモデルの構築
□ 新たなサプライチェーンへの参入

	上記の概要  ★
新たな海外展開要素を説明すること（200字以内）
	

	希望する渡航先  ★

	□ シリコンバレー（米国）   □ シンガポール   □ どちらでもよい

	海外展開で達成したいこと  ★
サミット参加を通じて得たいネットワーク・成果（200字以内）
	   

	これまでの海外活動実績
展示会参加・海外顧客獲得など（任意）
	 



5. 参加条件の確認
以下すべての条件を満たすことが必要です。

	創業者または事業責任者が参加できる  ★

	□ はい   □ いいえ（代理担当者で参加）

	兵庫県内に拠点がある（または設立予定）  ★

	□ 現在あり   □ プログラム開始前に設立予定   □ 相談したい

	英語でのコミュニケーション  ★

	□ 本人が対応可能   □ 英語対応メンバーを帯同する



6. 応募動機・意気込み
	応募動機・このプログラムで挑戦したいこと  ★
300字以内
	     

	プログラムへの参加による期待成果  ★
具体的に記載してください
	  



7. その他
	本プログラムを知ったきっかけ
例：Web・SNS・知人紹介・イベント等
	

	事務局への質問・相談事項
任意
	 



【個人情報の取り扱いについて】
ご記入いただいた個人情報は、兵庫県・ひょうご産業活性化センター・起業プラザひょうご（運営事業者NPO法人コミュニティリンク）・Plag and Play Japanに対して共有し、本プログラムの審査・運営・連絡・海外展開の事業支援のみに使用します。第三者への提供は行いません。なお、採択企業名・事業概要については本プログラムの広報目的でウェブサイト等に掲載する場合があります。
【提出チェックリスト】
□　本申込書（全項目記入済み）
□　会社概要 / ピッチデック（PDF可）
□　プロダクト紹介資料（任意）

提出日：　　　　年　　月　　日
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